
WELT AM SONNTAG NR 32 9. AUGUST 2OO9

Deutsche Firma will elektronische Bauteile vor dem Verrotten retten
Ohne Halbleiter geht io der Eleku,onik fast nichts mebr. Doch die Chips lasser sich nur wcnige Jahrc lagem. Eine neue Technik soll die Haltbarkeit erbohen
Ftln VrnsRAUcHER, die ihre elek-
Eonischen Geräte noch viele Jahre
einsetzen möchten, könnte es eng
werden. Viele Ersatzteile verrotten
in nur wenigen Jahren. Vor allem
Halbleiter, die mittlerweile in fast
allen Elektroprodukten eingebaut
sind, verlieren nach 30 oder 40 Mo-
naten ihre Leishrngsftihigkeit oder
sind gar nicht mehr einsetzbar. Die
Alternative sind neue Bauteile, die
speziell auf die anderen Elemente
des Geräts abgestimmt werden
mtissen. Das ist teuer. Helfen ktinn-
te ein neues Verfahren, das die
deutsche Firma Halbleiter Test &
Vertrieb (HTV) entqrickelt hat.

Im Großen trift das Problem der
sich auflösenden Ersatzteile vor al-
lem die Industrie, anm Beispiel
Hersteller von Autos, Flugzeugen
und Zügen. Die ftir säimtliche Com-
putertechnik notwendigen Halblei-
ter sind nur noch zwei oder drei
Jahe an Markt, dann kommt eine
neue Reihe in den Handel, die
meistens schneller arbeitet und

mehr speichern kann. Viele Chips
der neuen Generation sind nicht
mehrkompatibel zu denen dervor-
herigen Reihe. Das gilt auchftir an-
dere elektronische Bauteile.

In der Autoindustrie dauert die
Entwicklung eines Wagens bis zur
Serienreife im Durchschnitt vier
Jahre, etwa sieben Jahre wird das
Auto ab Markteinftihrung produ-
ztert. Die Industrie braucht also

Halbleiter ftir mindestens eH Jahre.
Viele Anbieter versprechen ihren
Kunden, auch danach noch mehr
als zehn Jahre Ersatzteile vorzuhal-
ten. Bei einfachen mechanischen
Teilen ist das oft kein Problem, bei
der Elektronik dagegen kommt es
schnell zu Engpässen.

In der Flugzeugindustrie ist die
Lage noch dramatischer: Die Ma-
schinen werden im Schnitt SOJahre

eingesetzt, bei neueren Modellen
aus Kohlefasem können es durch-
aus 70lahrc sein. Ebenfalls einige
Jahrzehnte sind Schifie und Züge im
Einsata Das Gleiche gilt ftir viele
Maschinen in der herstellenden
und verarüeitenden Industrie.

EirB der Ursachen ftir die gerin-
ge Haltbar{reit ist, dass Techniker
die Abetände auf den Halbleiter-
chips rrcrringern, um mehr Ftrnktio-
nen dgrauf unterzubringen oder
meh Leishrng auf möglichst klei-
nem Barm zu bieten. Die Material-
schiclien werden dtirurer, und die
Hersteller verzichten auf trennende
Schichten zurischen den Firnktio-
nen. Dartiber hinaus verwenden
Hers$ller in elektronischen Bau-
teilenkaumnoch Blei. Das ist zwxr
gut fur die Umwelt, verkürzt die
Haltbu{ceit jedoch deutlich.

Mehere technische Frozesse
ftihrel ar scbnellen Altemng der
Bauteile. Zum einen kommt es anr
Diffirsion. Dadurch sind zum Bei-
spiel linf Mikrometer dtinne Zinn-

schichten nach ein oder zweiJahren
aufgelclst und lassen sich nicht
mehr löten. Die Zinnatome walc-
dern von der Oberfläche in das Ttä-
germaterial, zum Beispiel Kupfer.
Im Laufe der Zeit löst sich die Be-
schichtung auf. Das Tbägerrraterial
gelangt an die Oberflache und ist
weiteren Schadstoffen sowie
Fbuchtigkeit ausgesetzt.

Vor allem bei Zinn gibt es große
Frobleme, tttrrr Beispiel die soge-
nannte Zinn-Pesl Bei Temperatu-
nen von unter 13 Grad Celsius ver-
ändert sich die Kristallstnrktur des
Materials. Schon die Soldaten Na-
poleons hattenbei ihrem Russland-
feldzug vor Lo"pp 200 Jabren darrit
zu kämpfen: Wegen der anhalten-
den und hohen Minusgrade zer-
setzten sich die Ifuöpfe der Unifor-
men. Ein anderes Problem, eben-
falls haufig bei bleifreiem Zirlrr nt
beobachten, sind Whisker. Auf-
grund mechanischer Spannungen
innerhalb des Zinns wachsen diese
winzigen Nadeln aus dem Material

heraus und ftihren zu Kurzsctrlüs-
sen auf Leiterplatten und einzelnen
Bauelementen.

Eine weitere Ursache ftir die ge-
ringe Haltbarkeit sind Korrosion
und Oxidation, wenn Sauerstoff mit
der Fbuchtigkeit der umgebenden
Ahrosphäre reagiert. Ursache da-
ftir sind häufig im Bauteil verwen-
dete Hane im Kleber, deren In-
haltsstoffe sich verflüchtigen und
die Oxidation unterstützen.

Um diese Prozesse aufurhalten,
hat HTV das neue TAB-tftrfahren
enturickelt. TAB steht ftir Ther-
misch-Absorptive Begasung. Her-
steller können ihre Bauteile im
HTV-Gebäude in Bensheim lagern.
Die Halle ist gegen Erdbeben, FIug-
zeugabstürze und weitgehend ge-
gen lbuer geschützt, da in den Räu-
men der Sauerstoffgehalt bei nur15
Prozent liegt. Mit so wenig Sauer-
stoff kann kein lbuer entstehen.
Außerdem ist das Gebäude fast aus
einem Guss gebaut, darrit es dicht
abgeschlossen ist.

Verpackungen, anm Beispiel aus
Kunststoü geben Schadstoffe ab
und wirken auf das Bauelement.
Diese Schadstoffe sowie Fbuchtig-
keit und Sauerstoff saugt de HTV-
Technik ab. Damit die HTV-Ingeni-
eure die l,bchnik auf die BeschaF
fenheit des Bauteils abstimmen
können, analysieren sie mit Hilfe
von Lichtmi}roskop, Rasterelek-
tronenmikroskop und Röntgen-
strahlen, aus welchen Elementen
die Bauteile zusarnmengesetzt sind.

Danach werden die Bauteile
thermisch - mit unterschiedlicher
Temperatur - begast. Das soll die
Haltbarkeit deutlich erhöhen. HTV
verspricht, die physikalischen und
chemischen Alterungsprozesse um

, das 12- bis l5-Fache zu verringern.
Dadurch könnten die meisten Er-
satzteile fast 30 Jahre halten.
40 bis 50 Jahre sollen durchaus
möglich sein. Dann dtirften selbst
bei intensivster Pflege auch die me-
chanischen lbile der meisten Oldti-
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Wracks in Kalifornien: Noch schneller als die Ghassis rostet die Elektrik merverrostet sein.


